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题目：考虑设计参数扰动的芯片多元参数成品率预测算法 

概要：随着芯片制造工艺的进步，工艺参数、供电电压及片上温度（Process, voltage, and temperature, PVT）

等设计参数扰动已成为芯片设计过程的棘手问题，其所产生的性能指标间相关性将导致芯片参数成

品率显著下降。但是，当前芯片参数成品率预测算法主要局限于单一性能指标成品率预测或对多个

单性能指标成品率进行均衡优化，而不能同时针对多个性能指标约束进行多元参数成品率预测，易

造成参数成品率精度缺失。基于以上问题，本文将多个性能指标同时作为约束条件，提出一种芯片

多元参数成品率预测方法。该方法首先考虑 PVT 参数扰动，利用自适应弹性网（Adaptive elastic net, 

AEN）对芯片性能指标进行建模。然后，基于乘法定理及马尔科夫链蒙特卡罗法，通过求解累积分

布函数（Cumulative distribution function, CDF）对单一性能指标的芯片参数成品率进行预测。最后，

同时考虑多个芯片性能指标约束，根据 Copula 方法准确预测芯片多元参数成品率。实验结果表明，

本文方法可以在指定性能指标约束下对芯片多元参数成品率进行有效预测，并可为芯片设计人员提

供任意性能指标约束下的多元参数成品率预测曲面。 

关键词：成品率预测；参数扰动；多元参数成品率；性能建模；稀疏表示 

 


